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(54) Title: LAMINATED SUBSTRATE FOR MOUNTING ELECTRONIC PARTS

(54) Bezeichnung: LAMINIERTES SUBSTRAT FUR DIE MONTAGE VON ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN

(57) Abstract: The invention relates to a laminated substrate producing method for mounting semiconductor chips, wherein at least
respective metal and plastic structure films having respective different recurrent contour are laminated together in such a way that
a material strip is obtained and said lamination is followed by perforations or cuttings, the inventive method is characterised by at
least one of the following steps: A) the films are structured in such a way that the superposition thereof makes it possible to obtain
the areas which are devoid of overlap through the total thickness thereof; B) the films are not laminated through the total thickness
of the laminate in partly recurrent areas; and C) the reccurent cross-sections of the reccurent contours are curved from the surface of

the laminated strip starting from said laminate.

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung laminierter Substrate fiir die Halbleiterchip-Mon-
tage, wobei mindestens je eine strukturierte Metall- und eine Kunststofffolie mit jeweils unterschiedlichen, sich wiederholenden
Konturen zu einem Band laminiert werden und nach dem Laminieren Locher oder Schnitte erzeugt werden, und ist gekennzeichnet
durch wenigstens einen der folgenden Schritte A) dass die Folien so strukturiert werden, dass sich bei deren Anordnung tibereinander
solche Bereiche ergeben, iiber deren gesamte Breite keine Uberlappung erfolgt; B) dass die Folien in sich wiederholenden Teilbe-
reichen liber die gesamte Breite des Laminats nicht laminiert werden; C) dass aus diesem Laminat sich wiederholende Abschnitte
der sich wiederholenden Konturen aus der Bandfldche des LL.aminats gebogen werden.



WO 2007/031241 PCT/EP2006/008783

Laminiertes Substrat fiir die Montage von elektronischen Bauteilen

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung laminierter Substrate fir die Halb-
leiter-Chip-Montage aus mindestens je einer strukturierten Metall- und Kunststofffolie sowie

bandférmige Laminate als Vorstufe der Substrate.

Nach DE 195 21 022 werden eine Metallfolienbahn und eine Kunststofffolienbahn separat
gestanzt und danach miteinander zu einem ,Endlosband® verklebt, wobei vorzugsweise Fih-
rungsdorne in Ubereinander liegende Positionsmarkierungen der miteinander zu verklebenden

Folienbahnen eingreifen.

Fur Reinstraum-Anwendungen ist der beim Vereinzeln der Substrate auftretende Abrieb des
Laminats eine unerwiinschte Kontamination.

Problematisch ist auch die Empfindlichkeit der immer kleiner werdenden elektronischen Bau-

teile gegen mechanische Belastungen.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, elektronische Bauteile besser gegen mechani-

sche Belastungen zu schitzen, die Kontamination durch Laminatabrieb beim Vereinzeln zu lin-
dern, Vereinfachungen fur die Verarbeitung von derartigen Laminatsubstraten zu schaffen und
flexiblere Anwendungsmdglichkeiten der Substrate zu erméglichen.

Zur Lésung der Aufgabe sind die folgenden Merkmale geeignet, insbesondere in Kombination
mehrerer dieser Merkmale:

BESTATIGUNGSKOPIE
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A) Die Folien werden so strukturiert, dass sich bei deren Anordnung Ubereinander
solche Bereiche ergeben, iiber deren gesamte Breite keine Uberlappung erfolgt.

B) Die Folien werden in wiederholenden Teilbereichen Uber die gesamte Breite des

Laminats nicht laminiert.

C) Aus dem Laminat werden sich wiederholende Abschnitte der sich wiederholenden
Konturen aus der Bandflache des Laminats gebogen.

Erfindungsgemalfe Lésungen sind in den unabhangigen Anspriichen beschrieben. Bevorzugte
Ausfiihrungen finden sich in den abhangigen Anspriichen.

Werden Folien gemaft Merkmal A) oder B) so strukturiert, dass sich bei deren Anordnung Gber-
einander solche Bereiche ergeben, Uber deren gesamte Breite keine Uberlappung oder Lami-
nierung erfolgt, ermdéglichen diese Bereiche eine vollstédndige Entfernung einer oder mehrerer
Folien Uber die gesamte Breite des Laminatbandes, so dass das Laminatband in diesem Be-
reich ausschlieBlich aus der oder den verbleibenden Folien besteht und samtliche Strukturie-

rungsschritte an nicht laminiertem Material erfolgen.

Es wird somit ein bandférmiges Laminat aus mindestens je einer strukturierten Metall- und
Kunststofffolie bereitgestelit, dessen Folien jeweils unterschiedliche sich wiederholende Kontu-
ren aufweisen, und das Bereiche aufweist, in denen die strukturierten Folien Uber die gesamte
Breite des Bandes nicht Giberlappen oder eine Folie des Laminats in nicht zusammenhangende

Konturen strukturiert ist.

Werden aus dem Laminat gemaf Merkmal C) sich wiederholende Abschnitte der sich wieder-
holenden Muster aus der Bandflache des Laminats gebogen, werden dabei freie Bereiche in
der Bandflache des Laminats geschaffen mit denen einerseits wiederum die gleiche Wirkung
wie mit Merkmalen A) und B) erzielbar ist, namlich das Entfernen einer oder mehrer Folien tber
die gesamte Breite des Laminatbandes unter Aufrechterhaltung einer oder mehrerer Folien.
Andererseits sind die gebogenen Abschnitte dazu geeignet, aufzunehmende Bauteile zu fixie-
ren und vor mechanischer Belastung zu schitzen.

Aus der Bandflache herausragende Laschen sind anfallig fur Beschadigungen beim Aufrollen
des Bandes und neigen zum Verhaken beim Abrollen des Bandes. Diese Probleme konnen mit
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Abstandshaltern ausgeraumt werden. Es wird somit ein bandférmiges Laminat aus mindestens
je einer strukturierten Metall- und Kunststofffolie bereitgestellt, dessen Folien jeweils unter-
schiedliche sich wiederholende Konturen aufweisen, und das aus seiner Basisflache gebogene
Abschnitte aufweist, die insbesondere als Laschen oder Abstandshalter ausgebildet sind.

In einer bevorzugten Ausfiihrung werden mehrere Laschen als Banden oder Seitenwénde einer
Halterung, insbesondere Fassung, angeordnet.

Die Laschen, insbesondere in Form einer Halterung angeordnet, erméglichen eine besonders
prazise Bestlickung. Um die gebotene Prazision voll auszuschoépfen, werden Referenzlcher in
einen nicht laminierten Bereich einer Folie, insbesondere einer Metallfolie, gestanzt, deren Tole-
ranz gegeniber den bekannten laminierten Fihrungsldchern kleiner gehalten werden kann.
Lécher in einem nichtlaminierten Bereich sind als Referenzlécher besonders geeignet, da ihre
Toleranz von + 0,01 mm gegeniiber den bekannten Positionsmarkierungen (Fuhrungslécher)
(Toleranz: + 0,03 mm) nochmals deutlich verringert ist und eine genauere Einpassung der elek-
tronischen Bauteile ermdglicht. Es hat sich bewahrt, nach dem Laminieren Referenzlécher zu

stanzen.

Alle diese Laminate eignen sich zur Bereitstellung laminierter Substrate fir die Halbleiterchip-
Montage und sind Zwischenprodukte in Verfahren zur Herstellung von Substraten mit jeweils
mindestens einer strukturierten Metall- und Kunststofffolie.

In einem Verfahren werden aus diesem Laminat sich wiederholende Abschnitte der sich wie-
derholenden Konturen aus der Bandflache des Laminats gebogen, insbesondere werden wie-
derholende Abschnitte zu Laschen oder Abstandshaltern gebogen.

Idealerweise werden die Folien so strukturiert, dass sich bei deren Anordnung tUbereinander
solche Bereiche ergeben, Uber deren gesamte Breite keine Uberlappung erfolgt.
Entsprechend werden die Folien in wiederholenden Teilbereichen tber die gesamte Breite des
Laminats nicht laminiert.

Ein maRgebliches Verfahren besteht darin, dass eine Folie des Laminatbandes in nicht zusam-
menhangende Konturen getrennt wird. Dies ermdglicht, dass bandférmige Laminate zur Ver-
einzelung zu Substraten in den Bereichen getrennt werden, in denen eine Folie unterbrochen

wurde.
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In bevorzugten Ausfuhrungen

¢ sind die laminierten Substrate Trager fur Halbleiterchips;

o st die strukturierte Metallfolie gestanzt oder geatzt;

o ist die Kunststofffolie gestanzt;

o st die Kunststofffolie faserverstarkt, insbesondere glasfaserverstarkt;

o werden die jeweils unterschiedlichen, sich wiederholenden Konturen in einer Stanzein-
richtung mit austauschbarem Stanzteil gestanzt;

o erfolgt in der Metallfolie ein Freischnitt, um die spateren Laschen freizulegen;

o erfolgt das Stanzen der Kontur fur die spateren Abstandshalter in die Metallfolie ohne
Freischnitt;

e werden Fuhrungslécher zum Ausrichten der Folien aufeinander mit dem gleichen Stanz-
werkzeug sowohl in die Metallfolie als auch in die Kunststofffolie gestanzt;

o werden in die Kunststofffolie Freischnitte in Bereiche gestanzt, die um die spateren
Laschen angeordnet werden;

¢ werden in die Kunststofffolie Freischnitte in Bereiche gestanzt, die um die spateren
Abstandshalter angeordnet werden;

¢ werden in die Kunststofffolie Freischnitte in Bereiche gestanzt, die um die spéateren
Referenzldcher angeordnet werden;

e werden am Rand der Kunststofffolie Ausnehmungen gestanzt;

¢ werden die jeweils unterschiedlichen, sich wiederholenden Konturen in einer Stanz-
einrichtung mit austauschbaren Stanzmodulen gestanzt;

¢ werden die Folien mit einem Haftmittel zu einem Band laminiert;

e erzeugen die Schnitte Abschnitte, die gebogen werden;

o werden zwei oder drei Folien so strukturiert, dass sich bei deren Anordnung Ubereinan-
der solche Bereiche ergeben, (iber deren gesamte Breite wenigstens hinsichtlich einer
Folie keine Uberlappung erfolgt oder dass wenigstens eine Folie in sich wiederholenden
Teilbereichen {ber die gesamte Breite des Laminats nicht laminiert wird;

¢ sind zwei unterschiedlich strukturierte Metallfolien durch eine davon unterschiedlich
strukturierte Kunststofffolie voneinander getrennt;

¢ Dbesteht das bandférmige Laminat aus einer strukturierten Metallfolie zwischen zwei
strukturierten Kunststofffolien, wobei die Folien unterschiedliche sich wiederholende
Konturen aufweisen;
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o wird eine strukturierte Metallfolie zwischen zwei identisch strukturierten Kunststofffolien
angeordnet;

e werden aus dem Laminat sich wiederholende Abschnitte der sich wiederholenden
Konturen aus der Bandflache des Laminats zu bandenférmigen Laschen gebogen;

o werden die Laschen rechtwinklig oder fast rechtwinklig, insbesondere in einem Bereich
zwischen 80° und 100° aus der Flache des Bandes gebogen;

o werden metallische Laschen durch die Ebene eines Freischnitts der Kunststofffolie
gebogen;

¢ werden die Konturen der metallischen Laschen sowie des Freischnitts in der Kunststoff-
folie vor der Laminierung der Kunststofffolie mit der Metallfolie erzeugt;

e werden aus diesem Laminat sich wiederholende Abschnitte der sich wiederholenden
Konturen aus der Bandflache des Laminats zu Z-férmigen Abstandshaltern gebogen;

e ragen die Abstandshalter héher aus der Bandflache als die Laschen;

e umfasst ein Verfahren wenigstens zwei der Schritte A, B, und C;

e umfasst ein Verfahren die drei Schritte A, B und C;

¢ wird die Reihenfolge der Schritte A, B, und C eingehalten;

e wird eine Folie in solchen Bereichen, die (ber die gesamte Breite nicht mit der anderen
Folie Uberlappen, in nicht zusammenhangende Konturen getrennt;

e werden im Laminat Module erzeugt, die einzig iber metallische Anbindungen im
Laminat gehalten sind,

¢ werden bandférmige Laminate zur Vereinzelung zu Substraten in den Bereichen
getrennt, in denen eine Folie unterbrochen wurde;

¢ besteht das bandférmige Laminat aus zwei strukturierten Metall- und einer zwischen
den Metallfolien angeordneten strukturierten Kunststofffolie, wobei die Folien jeweils
unterschiedliche, sich wiederholende Muster aufweisen.

Erfindungsgeman wird es ermdglicht, metallische Laschen durch die Ebene eines Freischnitts
einer Kunststofffolie zu biegen, weil die Kontur fiir die Laschen und die Freischnitte in den je-
weiligen Folien bereits vor dem Laminieren erstellt wurden. Die einzig verbleibenden metalli-
schen Anbindungen der Module erlauben eine riickstandsfreie Trennung der Module beim Ver-
einzeln, wie dies fur hochreine Anwendungen von Bedeutung ist. Damit wird vermieden, dass
beim Vereinzeln Staub durch das Durchtrennen von kunststoffhaltigen Anbindungen entsteht.

Dies ermdglicht weiterhin, mehrere Laschen zueinander so anzuordnen, dass sie eine Halte-
rung zur Aufnahme von elektronischen Bauteilen ausbilden. Die Laschen sind dabei die Wande
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der Halterung. Die Halterung kann durch die Laschen als Fassung ausgebildet sein, mit der
elektronische Bauteile gefasst werden. Damit lassen sich Module mit Fassungen fur elektrische
Bauteile erzeugen. Die Module kdnnen noch auf dem Band mit besonders grofRer Prazision
bestlickt werden, bevor sie vereinzelt werden.

Im Folgenden wird die Erfindung in Bezug auf die Zeichnungen verdeutlicht:

Fig. 1 zeigt eine gestanzte Metallfolie in Draufsicht,

Fig. 2 zeigt eine gestanzte Kunststofffolie in Draufsicht,

Fig. 3 zeigt ein Laminat aus der Metallfolie nach Fig. 1 und der Kunststofffolie nach
Fig. 2 in Draufsicht,

Fig. 4a zeigt in Draufsicht das Laminat aus Fig. 3 mit hochgebogenen Laschen und
hochgebogenen Abstandshaltern,

Fig. 4b zeigt einen Ausschnitt eines noch angebundenen Moduls aus Fig. 4a,

Fig. 4c zeigt in Seitenansicht das Laminat aus Fig. 3 mit hochgebogenen Laschen und

hochgebogenen Abstandshaltern in der die aus der Flache des Laminats gebo-
genen Laschen und Abstandshalter verdeutlicht sind,

Fig. 4d zeigt eine dreidimensionale Darstellung des Laminats aus Fig. 3 mit hochgebo-
genen Laschen und hochgebogenen Abstandshaltern und mit runden Fihrungs-
l6chern,

Fig. 5 zeigt das Vereinzeln der laminierten Module aus dem laminierten Band.

Im Folgenden werden die Schritte des Herstellungsprozesses mit der Figurenfolge verdeutlicht.

Zur Herstellung einer Metallfolie 20 nach Fig. 1 wird in einer Stanzeinrichtung eine Stanzfolge
durchgefiihrt, die wiederkehrende Konturen 21, 22, 23, 24 in Form von Stanzbildern geman

Fig. 1 aufweist. Entsprechend lassen sich Metallfolien nach Fig. 1 ohne die Abstandshalterum-
risslinie auch durch Atzen strukturieren. Analog werden nach Fig. 2 andere Konturen 25, 26, 27,
28 in Form von Stanzbildern mit einem anderen Stanzwerkzeug in eine Kunststofffolie 19 ge-
stanzt. Die Folien gemaR Fig. 1 und Fig. 2 werden mittels ihrer Fihrungslécher 22 zu einem
Metall-Kunststoff-Folienverbund 6 gemaf Fig. 3 und 4c laminiert. Die Umrisslinien 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28 der Metallfolie 20 und der Kunststofffolie 19 werden dabei passgenau zu
Strukturen laminiert, die die Struktur der spateren Module 18 erzeugen. Aus dem Laminat 6
gemal Fig. 3 werden im Bereich der Laschen 24 die Kunststoffanbindungen 10 herausgetrennt.
Danach werden die Laschen 24 hochgebogen. Die hoch gebogenen Laschen 1 sind in Fig. 4a,
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b, c und d ersichtlich. Das Laminat nach Fig. 4a, b, c, d ist geeignet zur Bestlickung mit elek-
tronischen Bauteilen und kann gem. Fig. 5 durch Abtrennen der metallischen Anbindungen 5 an
den Trennstellen 15 und 16 zu einzelnen Modulen 18 vereinzelt werden.

Fig. 1 zeigt als Kontur 23 den Freischnitt 23 um die spéter gebogenen Laschen 1. Zwischen
den Konturen 23, die die Freischnitte 23 erzeugen, befinden sich Anbindungen 5, die die An-
bindung der durch die Freischnitte 23 erzeugten Inseln der spateren Module 18 mit dem aulle-
ren Bereich der Metallfolie 20 aufrecht halten. Die Kontur 21 der Abstandshalter ist ein gestanz-
ter Schnitt 21 fir Abstandshalter 2. Die Konturen 22 sind ausgestanzte Fuhrungslécher 22. Die
Metallfolie 20 ist im Bereich von Abstandshaltern 2 gemaR Fig. 1 nur eingeschnitten. Hierfur
werden die Abstandshalter 2 nach dem passgenauen Schnitt 21 in die Flache der Metallfolie
zurlickgedriickt. Die Kontur 24 definiert die spater gebogenen Laschen 1.

Fig. 2 zeigt die Konturen 25, 26, 27, 28 in der Kunststofffolie 19 als die Freischnitte 25, 26, 27,
28 im Bereich der spateren Laschen 24, Abstandshalter 2, Referenzlécher 4 und die ausge-
stanzten Fuhrungslécher 22. Die Freischnitte legen somit Laschen 24, die Abstandshalter 2 und
die Referenzldcher 4 frei. Weiterhin sind Ausnehmungen 28 am Rand ausgestanzt. Die Kontur
25 ist ein Freischnitt in der Kunststofffolie 19 zum spateren Stanzen der Referenzlécher 4 in die
Metallfolie 20. Die Kontur 26 ist ein Freischnitt in der Kunststofffolie 19, der das spatere Biegen
der gestanzten Laschen 24 zu Laschen 1 erméglicht. Zwischen den Konturen 26, die die Frei-
schnitte 26 erzeugen, befinden sich Anbindungen 10 und 11, die die Anbindung der durch die
Freischnitte 26 erzeugten Inseln der spateren Module 18 mit dem &ufReren Bereich der Kunst-
stofffolie 19 aufrecht halten. Die Kontur 27 ist analog der Kontur 26 ein Freischnitt, der das spa-
tere Biegen der Abstandshalter durch die Ebene des Freischnitts hindurch ermdéglicht. Die Kon-
tur 28 dient als Freischnitt mit den Freischnitten 26 gemaf} Konturen 26 dem spateren Verein-
zeln der Module durch nachfolgende Freischnitte 13 (Fig. 4b).

Fig. 3 zeigt metallische Anbindungen 5, die aufgrund der Freischnitte 26 von der Kunststofffolie
19 nicht abgedeckt sind. Die Fuhrungslécher 22 der Metall- und Kunststofffolie sind im Laminat
6 passgenau Ubereinander als Fuhrungslécher 9 laminiert. Die Kunststoffanbindungen 10 und
11 sind aufgrund der Freischnitte 23 nicht auf der Metallfolie laminiert.

Nach dem Laminieren der Folien 19 und 20 zu einem Laminat 6 geman Fig. 3 (und 4c) werden
zuerst die Anbindungen 10 und 11 der Kunststofffolie 19 an den Trennstellen 14 ausgestanzt
und danach die Laschen 24 und die Abstandshalter 21 aus der Flache des Laminats gebogen.
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Aus der Flache gebogene Laschen 1 und Abstandshalter 2 sind in Fig. 4a, b, c, d ersichtlich.
Der Freischnitt 3 ist ein Teil des Freischnitts 26, durch den ein Anliegen der Lasche 1 an der
Schnittkante der Kunststofffolie 19 vermieden wird. Hierdurch wird erfindungsgeman eine be-
sonders bevorzugte Prazision beziiglich der Biegung der Lasche geschaffen. Nach den Biege-
vorgangen erfolgt ein Freischneiden der verbliebenen Laminatanbindungen 13. Damit ist das
Modul 18 hinsichtlich seiner Kunststofflaminierung fertiggestellt und ist nur noch tber die Metall-
folie 20 in der Bandstruktur gehalten und zwar Giber seine metallischen Anbindungen 5 (geman
Fig. 4a und 4d) an den Trennstellen 15, 16 und 17, wie aus Fig. 5 ersichtlich ist. Die Module des
Tragerbands nach Fig. 5 sind fiir eine automatische Bestiickung geeignet. Fur diesen Fall wer-
den separate Referenzldécher 4 mit einer Prazision im Bereich von + 0,01 mm erstelit, die nach
dem Biegen der Laschen 24 zu 1 und Abstandshalter 21 zu 2 in die Metallfolie gestanzt werden.
Die Referenziécher 4 erlauben eine prazise Bestiuckung der Module 18 mit Bauteilen. Die Posi-
tion der gebogenen Laschen 1 ist durch die Referenzlécher 4 besonders genau definiert. Eine
derartige Anordnung eignet sich besonders fur die Bestlickung mit elektronischen Bauteilen.
Zusatzlich zu den bekannten Kontaktierungen Giber die Basis der Metallfolie ermdglicht die er-
findungsgemafie Ausfihrung mit Laschen auch eine Kontaktierung Gber die Laschen 1.

Die erfindungsgemaRe Moglichkeit, nicht nur Uber die Basisflache der Metallfolie zu kontak-
tieren, sondern auch eine Kontaktierung tber die Seiten zu gestatten, eréffnet neue Montage-
und Bestuckungsméglichkeiten sowie den Einsatz von elektronischen Bauteilen neuen Designs.
Weiterhin ermdglichen die Laschen 1 eine mechanische Fixierung sowie Schutz vor mechani-
schen Belastungen. Der Schutz ist dabei sowohl fur weitere Fertigungsverfahren, wie zum Bei-
spiel Umspritzen der montierten Bauteile, als auch in der Endanwendung gegeben. Die Halte-
funktion der Laschen 1 ist dabei nicht auf elektronische Bauteile beschrankt.

Nach dem Bestlcken mit den Bauteilen werden die in der Metallfolie 20 gehaltenen Module 18
vereinzelt. Die Vereinzelung erfolgt durch Freischneiden der verbliebenen metallischen Anbin-
dungen an den Trennstellen 15, 16 und 17, so dass in diesem Schritt kein Laminat geschnitten
wird und dieser Verfahrensschritt unter Reinstraum-Bedingungen durchgefuhrt werden kann.
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Bezugszeichenliste

1) gebogene Laschen

2) gebogene Abstandshalter

3) Freischnitt der Kunststofffolie im Biegebereich der Laschen

4) Nach dem Biegen gestanztes Referenzloch

5) Metallische Anbindung der Module

8) Laminiertes Substrat

9) Fuhrungslécher (passgenau laminiert)

10) Anbindung der Kunststofffolie

11) Anbindung der Kunststofffolie

13) Trennstelle der Laminatanbindung

14) Trennstelle der Kunststoffanbindung

15) Trennstelle

16) Trennstelle

17) Trennstelle

18) Modul

19) Kunststofffolie

20) Metallfolie

21) Kontur der Abstandshalter

22) Fihrungsldcher

23) Freischnitt in der Metallfolie um noch zu biegende Laschen

24) Laschen (gestanzt/flach)

25) Freischnitte in der Kunststofffolie zum spateren Stanzen der Referenzldcher
26) Freischnitte in der Kunststofffolie zum spateren Biegen der Laschen
27) Freischnitte in der Kunststofffolie zum spéateren Biegen der Abstandshalter
28) Freischnitt in der Kunststofffolie zum spéateren Vereinzeln der Module
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung laminierter Substrate (6) fur die Halbleiterchip-Montage, wobei
mindestens je eine strukturierte Metall- und eine Kunststofffolie (20, 19) mit jeweils un-
terschiedlichen, sich wiederholenden Konturen (23, 26) zu einem Band laminiert werden
und nach dem Laminieren Locher (4) oder Schnitte (13, 14) erzeugt werden, gekenn-
zeichnet durch wenigstens einen der folgenden Schritte:

A) dass die Folien (19, 20) so strukturiert werden, dass sich bei deren Anordnung
ubereinander solche Bereiche ergeben, iiber deren gesamte Breite keine Uberlap-
pung erfolgt,

B) dass die Folien in sich wiederholenden Teilbereichen Gber die gesamte Breite
des Laminats (6) nicht laminiert werden; '
C) dass aus diesem Laminat (6) sich wiederholende Abschnitte der sich wiederho-
lenden Konturen (21, 24) aus der Bandflache des Laminats (6) gebogen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch wenigstens zwei der Schritte A, B,
und C.

3. Verfahren nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch die drei Schritte A, B und C.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Reihenfolge der Schritte A, B, und C aus Anspruch 1 eingehalten wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Folie (19, 20) in solchen Bereichen, die Uber die gesamte Breite nicht mit der ande-
ren Folie (19, 20) Uberlappen, in nicht zusammenhangende Konturen (18) getrennt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass bandférmige Laminate (6)
zur Vereinzelung zu Substraten (18) in den Bereichen getrennt werden, in denen eine
Folie unterbrochen wurde.
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10.

11.

12.
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Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich wiederholende Abschnitte zu Laschen (1) gebogen werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich wiederholende Abschnitte zu Abstandshaltern (2) gebogen werden.

Verfahren insbesondere nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei dem zur
Herstellung laminierter Substrate (6) fur die Halbleiterchip-Montage mindestens je eine
strukturierte Metall- und eine Kunststofffolie (20, 19) mit jeweils unterschiedlichen, sich
wiederholenden Konturen (23, 26) zu einem Band laminiert werden und nach dem
Laminieren Lécher (4) oder Schnitte (13, 14) erzeugt werden, dadurch gekennzeichnet,

dass Referenzlécher (4) in eine Metallfolie (20) gestanzt werden.

Verfahren insbesondere nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei dem zur Her-
stellung laminierter Substrate (6) fir die Halbleiterchip-Montage mindestens je eine
strukturierte Metall- und eine Kunststofffolie (20, 19) mit jeweils unterschiedlichen, sich
wiederholenden Konturen (23, 26) zu einem Band laminiert werden und nach dem La-
minieren Lécher (4) oder Schnitte (13, 14) erzeugt werden, dadurch gekennzeichnet,
dass eine erste Vereinzelung wenigstens einer ersten Folie (19) in voneinander getrenn-
te Konturen (18) durchgefuhrt wird, wahrend wenigstens eine Folie (20) die Bandstruktur

aufrecht halt.

Verfahren insbesondere nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei dem zur Her-
stellung laminierter Substrate (6) fur die Halbleiterchip-Montage mindestens je eine
strukturierte Metall- und eine Kunststofffolie (20, 19) mit jeweils unterschiedlichen, sich
wiederholenden Konturen (23, 26) zu einem Band laminiert werden und nach dem La-
minieren Lécher (4) oder Schnitte (13, 14) erzeugt werden, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Lasche 1 durch die Ebene eines Freischnitts 26 gebogen wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontur 23 zur Erstellung der Lasche 1 der durch Strukturierung der Metallfolie (20)
vor der Laminierung mit der Kunststofffolie (19) erfolgt.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Freischnitt (26) in der Kunststofffolie durch Strukturierung der Kunststofffolie (19) vor
dem Laminieren der Kunststofffolie (19) mit der Metallfolie (20) erfoigt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Vereinzelung der Module (18) rickstandsfrei erfolgt.

Bandférmiges Laminat aus mindestens je einer strukturierten Metall- und einer Kunst-
stofffolie (20, 19) , wobei die Folien jeweils unterschiedliche, sich wiederholende Kontu-
ren (23, 26) aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass das Laminat (6) aus seiner Basis-
flache gebogene Abschnitte (1, 2) aufweist.

Bandférmiges Laminat nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die geboge-
nen Abschnitte Laschen (1) oder Abstandshalter (2) sind.

Bandférmiges Laminat insbesondere nach Anspruch 15 oder 16 aus mindestens je einer
strukturierten Metall- und einer Kunststofffolie (20, 19), wobei die Folien jeweils unter-
schiedliche, sich wiederholende Muster aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass das
Laminat (6) Bereiche aufweist, in denen die strukturierten Folien (19, 20) Uber die ge-
samte Breite des Bandes nicht Uberlappen.

Bandférmiges Laminat insbesondere nach Anspruch 15 oder 16 aus mindestens je einer
strukturierten Metall- und einer Kunststofffolie (20, 19), wobei die Folien jeweils unter-
schiedliche, sich wiederholende Konturen aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Folie des Laminats (6) in nicht zusammenhangende Konturen (18) strukturiert ist.

Bandférmiges Laminat nach einem der Anspriiche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
dass ein nicht laminierter Bereich Referenzlécher (4) aufweist.

Bandférmiges Laminat nach einem der Anspriiche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet,
dass Laschen oder Abstandshalter 2 durch das Laminat (26) hindurch gebogen sind.
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21. Bandférmiges Laminat nach einem der Anspriiche 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet,
dass das Band Module 18 aufweist, die einzig Uber metallische Anbindungen 5 im Tra-

gerband 6 gehalten sind.

22. Bandférmiges Laminat nach einem der Anspriiche 16 bis 21, dadurch gekennzeichnet,

dass mehrere Laschen als Halterung angeordnet sind.
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